
檢測距離

類型

限定反射 限定反射

形狀 特長 彎曲R 型號放大器元件HPX-AG組裝時  檢測距離(㎜)

No.CP-PC-2250CT-005 產品指南

限定反射光纖元件 HPF-D028系列
限定反射型 3種型號

檢測距離 檢測距離 檢測距離

檢測有無玻璃基板 晶片定位 晶片切口定位

檢測原理 調整時的重點

背景 背景

晶片

由於檢測區域僅限「受光側與投光
側的檢測範圍互相重疊的範圍」，
因此只能在離感測器一定距離內檢
測。也不易受到被測物體顏色、或
背景的影響。

為了達到穩定的檢測，最重要的莫過於檢
測晶片時，充分確保與背景的光量差。在
下圖，放大器的輸出形態設定為LO(燈亮)
、設定值設定為5000時，會在➀約3~7㎜
的範圍，設定為檢測晶片。而當背景的反
射率與晶片相同時也是一樣，感測器距離
背景的位置約為➁的10㎜時，幾乎是無受
光量的狀態，所以可以穩定檢測。在限定
反射型時，不僅必須根據設定值進行調整
，還需根據檢測個體特性進行設置也很重
要。

※背景的影響會受到背景表面狀態所左右。

晶片檢測時的受光量特性（代表範例）

檢測區域

受光 投光

相對受光度特性 放大器：HPX-AG系列nL3 放大器：HPX-AG系列nL3

晶片(鏡面加工)
玻璃基板
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檢測距離(㎜)

顯示值

設定值

提高設定值
提高檢測的限定特性
減弱工件的搖晃

降低設定值
可近距離檢測，
但卻容易受到背景的影響

型號一覽表

自由切割

模式

模式

模式



2000 最小

2000 最小

安裝孔

使用上的限制

本產品的開發、設計、製造係以一般機器的使用為前提。

尤其是使用於以下需要安全性的用途時，必須實施失效安全設計、冗長設計以及定期檢查等，務必顧及器材整體的安全性後，再行使用。

●以保護人體為目的之安全裝置  ●運輸機器的直接控制(行駛/停止等)  ●飛機  ●航太機器   ●核能機器  等

嚴禁將本產品用於會直接波及人命的用途上

[注意]本公司保留對本資料記載的內容在未經公告的情況下進行變動的權利，敬請見諒。

欲洽詢本商品時，請聯絡本公司各地據點或代理店。

<台灣山武首頁網址> http://www.yamatake.tw
<COMPO CLUB 網址> http://www.compoclub.com
<山武首頁網址> http://www.jp.azbil.com

嚴禁在未經本公司許可下自行轉載或複製本資料內容。

台灣山武計裝股份有限公司
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安裝孔

▓外型圖

2000 最小

產品指南

自由切割

鋁(黑色氧化鋁處理)

自由切割

自由切割

3(光軸)

▓相關產品

透過檢測玻璃基板時，可使用偏光、反射型光
纖，亦可防止視孔、工件的直接反射光。光穿
透玻璃基板2次，可確保光量差，使檢測穩定。

※如果視孔的材質是樹脂，可能造成偏光混亂，無法穩定檢測。

●薄型光纖元件，可在自動機臂等限制安裝的部
位，檢測晶片。

●檢測視孔的玻璃基板
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